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文章摘要：

基于弹塑性力学理论, 分析了颗粒增强金属基复合材料在降温及升温循环过程
中的热错酸应力, 结果表明：降温期间复合材料基体发生了热错配塑性应变, 
升温期间则经历卸载过程；在升温期间存在一特定温度, 此温度复合材料基体
平均错配应力为零, 在零应力温度下, 热错配应力分布不均匀程度有所减小, 
零应力温度受复合材料冷却温度的影响, 利用低温处理方法可以调整复合材料
的零应力温度.
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